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DESCRIPCION
Método de procesamiento de rollo a rollo mejorado
Campo de la divulgacion

Esta invencion se refiere a métodos de procesamiento de rollo a rollo, y particularmente a un método de procesamiento
de rollo a rollo para proporcionar un elemento conductor en una banda de soporte receptora.

Antecedentes

La fabricacion de elementos conductores delgados sobre diversos tipos de soportes ha suscitado un gran interés y se
han logrado muchos avances en este campo. Por ejemplo, se han desarrollado y descrito en la literatura de patentes
un numero significativo de soluciones para la vigilancia electrénica de articulos y la identificacién por radiofrecuencia.
Normalmente, en estas soluciones, se fabrica una antena cortando un laminado formado por una lamina metélica y
una base de refuerzo y, a continuacién, se fija mediante adhesivo una lamina reforzada que porta la antena sobre un
soporte receptor. Naturalmente, se trata de un enfoque practico cuando el efecto sobre las propiedades mecanicas
del soporte receptor o sobre el grosor del soporte receptor por el elemento transferido no es importante.

Sin embargo, existen muchas aplicaciones en las que el soporte receptor debe ser elastico y/o estirable para que
pueda usarse, por ejemplo, cdmodamente. En algunas aplicaciones, el soporte receptor debe tener una forma similar
a una banda para que pueda procesarse rollo a rollo, pero también debe ser elasticamente deformable para que siga
apropiadamente los contornos y deformaciones de una superficie curva sobre la que se va a fijar posteriormente. En
este tipo de aplicaciones, las capas de refuerzo y/o soporte adicionales entre el elemento conductor y el soporte
receptor simplemente no son aceptables. Por ejemplo, cuando un elemento con patrones formado por una capa de
metal conductor y una capa de material de papel de refuerzo se coloca sobre un material textil, el material textil ya no
se dobla de la manera que deberia para que pueda usarse coémodamente. Este es especialmente el caso si la
superficie cubierta por el elemento conductor es grande, como, por ejemplo, en aplicaciones en las que el elemento
conductor esta disefiado para transmitir calor a través de una banda de material textil. Por otra parte, se considera
practicamente imposible fabricar un elemento metalico con patrones lo suficientemente robusto para soportar la
transferencia al soporte receptor sin la capa de refuerzo y al mismo tiempo mantener adecuadamente las propiedades
elasticas del soporte receptor cuando se fija al mismo.

La deformabilidad del soporte receptor no es la Unica caracteristica que se ve comprometida por una capa intermedia
debajo del elemento conductor. En una amplia gama de aplicaciones, el grosor o la cobertura del elemento colocado
sobre el soporte receptor es importante y el uso de laminas de refuerzo adicionales para transferir el elemento
conductor sobre dicha banda de soporte receptor es problematico o incluso imposible. Este es el caso, por gjemplo,
de los elementos conductores funcionales laminados sobre o0 entre capas de papel kraft. El elemento conductor
introducido en el laminado debe ser lo mas delgado posible para evitar efectos adversos en la apariencia y la
funcionalidad del laminado.

Por otra parte, en algunas aplicaciones, los dispositivos electrénicos se integran con materiales que proporcionan
resistencia estructural general a un cuerpo laminado. En tales aplicaciones, mantener esta integridad estructural del
cuerpo es muy importante. En un cuerpo que incluye materiales estructurales como compuestos reforzados con fibra,
se podria colocar un elemento conductor para una funcionalidad electrénica entre capas de fibra de refuerzo. Una
capa de soporte o de refuerzo adicional para la funcionalidad electrénica crearia limites de material adicionales dentro
del cuerpo y evitaria que el polimero compuesto forme enlaces fisicos y/o quimicos de forma continua a través de la
capa de soporte o de refuerzo. Por lo tanto, la integridad estructural del cuerpo se veria afectada muy negativamente.

Otro enfoque convencional para fijar un elemento conductor a un soporte receptor ha sido el de modelar el elemento
conductor directamente sobre el mismo. En estas aplicaciones, los métodos generalizados como el corte por laser, el
troquelado o incluso el corte superficial estan descartados, porque el riesgo de dafiar el soporte receptor subyacente
es demasiado alto. Los métodos de impresion, como la impresién por inyeccion de tinta, la impresion offset, la
serigrafia, la flexografia y la impresién por huecograbado se han utilizado en aplicaciones en donde el elemento
conductor es delgado y el soporte receptor no es una banda deformable y/o porosa. Sin embargo, no son muy
adecuados para depositar un elemento conductor en una banda de fibras. Por ejemplo, la superficie porosa de dicha
banda absorbe el material impreso de forma desigual, por lo que la forma impresa del elemento conductor normalmente
no es lo suficientemente precisa.

El documento US 2014/0338739 A1 divulga un método de procesamiento de rollo a rollo para fabricar una lamina
posterior integrada para un médulo fotovoltaico de contacto posterior con un circuito de lamina metélica adherido a un
sustrato de polimero.

Breve descripcion

Un objeto de la presente divulgacién es proporcionar una solucién que resuelva o al menos alivie los desafios
anteriores al proporcionar elementos conductores en muchos tipos de bandas de soporte.
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El objeto de la invencion se logra mediante un método como se indica en la reivindicacion independiente 1. Algunas
realizaciones de la invencion se divulgan en las reivindicaciones dependientes.

Las realizaciones divulgadas se basan en la idea de trabajar sistematicamente con dos tipos diferentes de adhesivos
en etapas seleccionadas del procesamiento rollo a rollo. Una ventaja de las soluciones propuestas es que un elemento
muy delgado de material conductor se puede transferir de forma precisa y fiable para fijarse adhesivamente sobre una
superficie de soporte.

Breve descripcion de los dibujos

A continuacion, se describira con mayor detalle la divulgacién mediante ejemplos con referencia a los dibujos adjuntos,
en los que

La Figura 1 ilustra las etapas de un ejemplo de un método de procesamiento de rollo a rollo;

la Figura 2 muestra una vista en despiece por capas de la banda procesada rollo a rollo;

la Figura 3 ilustra las etapas de un ejemplo alternativo de un método de procesamiento de rollo a rollo;

la Figura 4 ilustra de forma simplificada las etapas del proceso de rollo a rollo descrito en detalle en la Figura 1;

la Figura 5 ilustra las etapas de una forma alternativa adicional para unir las superficies superiores del uno o mas
elementos conductores a una primera banda de soporte;

la Figura 6a ilustra capas de la banda procesada rollo a rollo que se alimenta a la etapa de modelado en la
realizacién descrita con las Figuras 1y 5;

la Figura 6b ilustra capas de la banda procesada rollo a rollo que se alimenta a la etapa de modelado en la
realizacién descrita en la Figura 3;

la Figura 7 ilustra capas de un producto ejemplar resultante del método de procesamiento de rollo a rollo ejemplar
descrito en las Figuras 1y 5;

la Figura 8 ilustra capas de un producto ejemplar resultante del método de procesamiento de rollo a rollo ejemplar
descrito en la Figura 3;

las Figuras 9a y 9b ilustran un producto ejemplar resultante del método de procesamiento de rollo a rollo;

la Figura 10 ilustra las etapas de otro método de procesamiento rollo a rollo alternativo en el que se reduce la
fuerza adhesiva inicial del adhesivo de unién liberable;

la Figura 11 ilustra las etapas de un ejemplo alternativo de un método de procesamiento de rollo a rollo;
la Figura 12 muestra un producto laminado doble ejemplar resultante del método descrito en la Figura 11.
Descripcion detallada

El procesamiento de rollo a rollo es un método de fabricacién utilizado para fabricar productos. En un proceso de rollo
arollo, se puede alimentar continuamente una banda de materiales de un carrete a otro y, al mismo tiempo, se pueden
agregar o quitar materiales a la banda en progreso para producir un producto deseado.

La Figura 1 ilustra las etapas de un ejemplo de un método de procesamiento de rollo a rollo que aplica la invencién
reivindicada. Cabe sefialar que los dibujos incluidos en esta memoria descriptiva son figuras esquematicas, que
muestran Unicamente elementos estructurales que son necesarios para explicar los ejemplos no restrictivos del
método reivindicado. Es evidente que las implementaciones del método de procesamiento de rollo a rollo pueden
incluir varias etapas adicionales y partes convencionales que son bien conocidas por una persona experta en la materia
y, por lo tanto, no se analizaran en detalle en el presente documento.

El método de procesamiento de rollo a rollo divulgado en este texto incluye la formacién de patrones de los limites de
uno o mas elementos conductores en una banda en capas que incluye una capa conductora y una primera capa de
sustrato unidas entre si con un primer adhesivo. Los limites de uno o mas elementos conductores se forman en
patrones de manera que dicha formacién de patrones incluye cortar los limites a través de la capa conductora pero no
a través de la primera capa de sustrato. Las partes de la capa conductora fuera de los limites del uno o mas elementos
conductores se eliminan de la primera capa de sustrato y las superficies superiores del uno o mas elementos
conductores hasta una segunda capa de sustrato con un segundo adhesivo. Al final, una banda en capas resultante
que incluye al menos el segundo sustrato y los elementos conductores se enrolla en un carrete.

En el ejemplo de la Figura 1, la primera capa de sustrato es una capa de sustrato sacrificial y el primer adhesivo es un
adhesivo de unién liberable. El segundo sustrato es una primera capa de soporte y el segundo adhesivo es un adhesivo
de unién de soporte. El término capa se refiere en este texto a una banda alargada de material que se puede enrollar
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alrededor de un carrete para un proceso de rollo a rollo. En consecuencia, una capa conductora se refiere en este
caso a una lamina alargada elastica con una resistencia a la traccién que permite que se procese rollo a rollo como
una banda continua pero que es delgada y, por lo tanto, lo suficientemente flexible como para no tener un efecto
sustancial en las propiedades mecanicas de una superficie subyacente cuando se une a la misma. La capa conductora
puede estar hecha de un material (por ejemplo, metal} que proporcione tanto la conductividad requerida como la
resistencia a la traccion requerida, pero para la conductividad requerida, la capa conductora incluye tipicamente una
capa muy delgada de material conductor sobre una banda de polimero delgada.

El material conductor puede ser metal o alguna composicién metalica que incluya metales conductores. Ejemplos de
dichos metales conductores incluyen aluminio, cobre, plata, platino, paladio, cinc, niquel, oro, cromo, hierro, molibdeno
y equivalentes y sus aleaciones. También se pueden utilizar como material conductor alétropos conductores del
carbono o algunos materiales semiconductores, como silicio, germanio y arseniuro de galio, especialmente cuando se
dopan para lograr una mayor conductividad.

La banda de polimero puede incluir plasticos basados en polimeros, sus copolimeros y mezclas, por ejemplo,
poli(tereftalato de etileno), poli(naftaleno), poli(metacrilato de metilo), poli(imida), poli(etileno), polimeros y copolimeros
cicloolefinicos, uretano termoplastico, poli(carbonato), poli(propileno), poli(cloruro de vinilo), poli(tetrafluoroetano) y
similares, siliconas o similares. Para adaptarse adecuadamente a las deformaciones del soporte receptor, el grosor
de la capa de material conductor es del orden de 0,5 a 50 micrometros y el grosor de la pelicula de polimero es del
orden de 10 a 250 micrémetros. En algunos ejemplos, la capa de material conductor es del orden de 10 a 30
micrometros y el grosor de la pelicula de polimero es del orden de 10 a 125 micrémetros. En algunas otras estructuras
de capas, la capa de material conductor es del orden de 10 a 20 micrémetros y el grosor de la pelicula de polimero es
del orden de 20 a 50 micrometros. Se han realizado aplicaciones muy exitosas con, por ejemplo, una capa conductora
que contiene una capa de aluminio de 12 micrémetros sobre una capa de tereftalato de polietileno (PET) de 36
micrometros, pero el proceso de fabricacion descrito en el presente documento permite la aplicacion de capas
conductoras aun mas delgadas. Con grosores en este rango, la pelicula de polimero proporciona al menos el 90 % de
la resistencia a la traccién de la capa conductora. Como se indicé anteriormente, a diferencia de una capa de papel
de refuerzo, este tipo de pelicula de polimero puede dotarse de un grosor que proporcione una resistencia a la traccién
necesaria para transferir el laminado de capa conductora como tal de un carrete a otro carrete y también para soportar
adecuadamente la fuerza requerida para liberar la adhesiéon del adhesivo de union liberable. Aun asi, la capa
conductora sigue siendo lo suficientemente delgada y flexible como para no comprometer notablemente las
propiedades mecanicas similares a las de una banda, como la flexibilidad, del soporte receptor cuando finalmente se
fija sobre el mismo. Se ha detectado que, para que los materiales de papel sean lo suficientemente duraderos para un
procesamiento eficiente, deben ser tan gruesos que su existencia en un soporte receptor flexible endurezca
significativamente la forma similar a una banday, por lo tanto, haga que el soporte receptor resultante no sea adecuado
para fines en los que se requiere conformidad elastica. Ademas, el uso de una lamina de papel de refuerzo tiende a
ser problematico para aplicaciones en las que se debe minimizar el grosor adicional del elemento conductor.

La capa de sustrato sacrificial se refiere en este caso a una capa de refuerzo sobre la que la capa conductora
permanece unida de forma liberable mediante etapas de formacién de patrones y liberacién de material que se
describiran en detalle mas adelante en este texto. Ventajosamente, la capa de sustrato sacrificial es el elemento de
refuerzo que proporciona mas del 60 % de la resistencia a la tracciéon de la banda en capas y, por lo tanto, es
considerablemente (al menos dos veces) mas gruesa que la capa conductora. Ejemplos de materiales aplicables para
la capa de sustrato sacrificial incluyen plasticos basados en polimeros, sus copolimeros y mezclas, por ejemplo,
poli(tereftalato de etileno), poli(naftaleno), poli(metacrilato de metilo), poli(imida), poli(etileno), polimeros y copolimeros
cicloolefinicos, uretano termoplastico, poli(carbonato), poli(propileno), poli(cloruro de vinilo), poli(tetrafluoroetano) y
similares, siliconas o similares. Ya se han realizado implementaciones muy exitosas, por ejemplo, con una capa de
sustrato sacrificial de pelicula de poliéster de 0,08 milimetros. La capa de sustrato sacrificial también puede incluir
algun otro material de refuerzo, como una hoja de papel cubierta con una capa delgada de materiales de plastico,
como los que se enumeran anteriormente.

La capa de sustrato sacrificial y la capa conductora se laminan en una estructura compuesta temporal pegando sus
superficies entre si con un adhesivo de unién liberable. El adhesivo de union liberable en este contexto se refiere a
cualquier adhesivo que une la capa de sustrato sacrificial y la capa conductora entre si de modo que permanezcan
unidas mientras los limites de un elemento conductor se forman en patrones para dar la capa conductora, pero de
modo que la adhesién del adhesivo de unién liberable se puede liberar tirando de las superficies de la capa de sustrato
sacrificial y la capa conductora para separarlas una con respecto a otra con una fuerza que no rompa ninguna de las
capas. Ejemplos de adhesivos de unién liberable incluyen siliconas, acrilatos, epoxidos, uretanos o poli(vinilos) que se
pueden depositar sobre la capa de sustrato sacrificial mediante laminacién, pulverizacion, recubrimiento, impresién o
como pegamento termofusible.

En el ejemplo de la Figura 1, la capa 100 conductora se desenrolla de un carrete 102 y la capa 104 de sustrato
sacrificial se desenrolla de otro carrete 106 y las capas se presionan una sobre otra con rodillos 108 de contacto.
Alternativamente, las capas 100, 104 se pueden laminar entre si de antemano y alimentar al proceso de rollo a rollo
en una forma facilmente laminada. En el ejemplo de la Figura 1, la capa 104 de sustrato sacrificial esta cubierta por
una capa del adhesivo de unién liberable. En este ejemplo, se muestra que el proceso de rollo a rollo incluye una
estacion 110 de pulverizacion en la que el adhesivo de union liberable se extiende sobre la capa de sustrato sacrificial
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después de que se desenrolle del carrete 106. Sin embargo, el mecanismo para proporcionar el adhesivo de unién
liberable no es relevante, como tal. Ejemplos de otros métodos de deposicién aplicables incluyen flexografia,
huecograbado, impresion por hilo, impresion offset, serigrafia, impresion por ranuras y huecograbado inverso, entre
otros. La capa de sustrato sacrificial puede incluso proporcionarse cubierta facilmente con un adhesivo de unién
liberable y una lamina protectora que se desenrolla antes de que la capa de sustrato sacrificial se introduzca en el
proceso. El aspecto esencial es que el adhesivo de unién liberable se proporciona entre una superficie de la capa 100
conductora y una superficie de la capa 104 de sustrato sacrificial de modo que cuando las superficies se ponen en
contacto, la adhesién liberable se activa o puede activarse para unir de forma liberable las superficies entre si. En
consecuencia, el adhesivo de unién liberable puede depositarse alternativamente sobre una superficie de la capa
conductora. La activacion del adhesivo de union liberable se refiere en este caso a cualquier funcién que complete el
efecto de unién del adhesivo de unién liberable. Ejemplos de métodos de activacion aplicables para unir un adhesivo
con el adherente incluyen, por ejemplo, aplicaciéon de presion, habilitacién de contacto, enfriamiento, calentamiento,
radiacién, por mencionar algunos.

Incluso si se debe liberar la adhesion, la fuerza de adhesion del adhesivo de unién liberable debe ser lo suficientemente
fuerte como para soportar la capa conductora muy delgada durante la operacion de corte, de modo que los limites del
patrén resultante sean precisos. Ventajosamente, la capa de material conductor proporciona la superficie de la capa
conductora que se coloca contra la superficie de la capa de sustrato sacrificial. La pelicula de polimero se coloca
entonces en el lado en el que la formacién de patrones corta a través de la capa conductora. Esto proporciona un
efecto protector que garantiza que el patrén resultante, que se corta de la capa de materiales conductores, tenga una
forma mas precisa en la forma disefiada.

La Figura 1 ilustra la etapa de formacién de patrones con una herramienta 112 de corte. Una herramienta de corte que
forma patrones de una banda en capas mediante fuerza incluye tipicamente un troquel que corta la banda en capas a
una profundidad predefinida. En este caso, la formacién de patrones esta configurada para cortar los limites de los
elementos conductores a través de la capa conductora pero no a través de la capa de sustrato sacrificial. Este tipo de
método de corte se conoce en el campo como corte superficial. El troquel de una herramienta de corte superficial
puede ser, por ejemplo, un troquel flexible rotatorio o un troquel sélido. Sin embargo, se pueden aplicar mecanismos
de corte superficial alternativos dentro del alcance. Por ejemplo, se puede dirigir un haz de un laser de alta potencia
sobre la banda en capas con el fin de cortar con laser a través de la capa conductora pero no a través de la capa de
sustrato sacrificial.

La Figura 1 proporciona una ilustracién simplificada de una herramienta 112 de corte, un ejemplo de la cual se analiza
con mas detalle en la Figura 2. La Figura 2 muestra una vista en despiece de capas de la banda procesada rollo a
rollo y partes ejemplares de la herramienta de corte. Para una persona experta en la materia es evidente que durante
el funcionamiento, los elementos mostrados se presionan entre si o se adhieren entre si mediante adhesivo. La
herramienta de corte puede incluir un carrete 200 de corte y un carrete 202 de yunque. El carrete 200 de corte incluye
al menos un troquel de corte, tipicamente un conjunto de troqueles que se extienden hasta una distancia definida
desde el carrete 200 de corte. Durante el funcionamiento, el carrete de corte gira y se presiona contra el carrete 202
de yunque. Entre el carrete 200 de corte giratorio y el carrete 202 de yunque hay un mecanismo de dimensionamiento
de profundidad que controla la distancia entre la rueda 200 giratoria y el carrete 202 de yunque, y por lo tanto ajusta
la profundidad de corte a un nivel predefinido. Un ejemplo sencillo de un mecanismo de dimensionamiento de
profundidad es un conjunto de manguitos rigidos regulables en altura que discurren por el borde del carrete de yunque
y que, durante el funcionamiento, detienen el carrete de corte hasta que hace tope con su altura ajustada. Como se
puede ver tanto en la Figura 1 como en la Figura 2, los limites de los elementos conductores forman un patrén continuo
de modo que, después de la etapa de formacién de patrones, los elementos conductores se separan de la capa
conductora como elementos individuales y las partes de la capa conductora que se encuentran fuera de estos limites
forman una banda 114 rebajada continua.

Volviendo a la Figura 1, la banda 114 rebajada se puede retirar de la banda procesada rollo a rollo liberandola de la
capa de sustrato sacrificial y enrollandola en un carrete 116 de liberacion que esta desplazado con respecto a la
direccion de avance de la banda procesada rollo a rollo. Las partes de la capa conductora, que forman la banda
rebajada, se separan asi de la capa de sustrato sacrificial con una fuerza que excede la adhesion del adhesivo de
union liberable. Esto es posible gracias a la resistencia a la traccién de la capa conductora, en este ejemplo, la
resistencia a la traccion de la pelicula de polimero, y la adhesién apropiadamente débil del adhesivo de union liberable.
Se observa que incluso si se va a liberar la adhesién, la adhesién debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar
la capa conductora muy delgada durante la operacién de corte de modo que la precision de los limites del patrén
resultante sea adecuada. Por otro lado, el adhesivo de unién liberable debe ser lo suficientemente débil como para
permitir la liberacién de la banda 114 rebajada.

Después de retirar la banda rebajada, la banda procesada rollo a rollo incluye la capa de sustrato sacrificial y elementos
conductores unidos a la misma con el adhesivo de unién liberable. En mas detalle, las superficies inferiores de los
elementos conductores se unen a la capa de sustrato sacrificial con el adhesivo de unién liberable, y las superficies
superiores de los elementos conductores quedan expuestas. Estas superficies superiores pueden unirse entonces a
una primera capa de soporte, que ahora es un soporte receptor, con un adhesivo de unién de soporte. El ejemplo de
la Figura 1 muestra una realizacién ejemplar en la que una pelicula del adhesivo de unién de soporte se forma primero
sobre la primera capa 122 de soporte. Esto se ilustra mostrando una estacion 118 de pulverizacion en la que el
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adhesivo de unién liberable se extiende sobre la primera capa de soporte después de que se desenrolla del carrete
120. Sin embargo, como se ha comentado, en este ejemplo, el mecanismo para proporcionar el adhesivo de unién de
soporte no es relevante, como tal. El aspecto esencial es que el adhesivo de unién de soporte se proporciona entre
una superficie de la primera capa 122 de soporte y las superficies superiores de los elementos conductores de modo
que cuando estas superficies se ponen en contacto, el adhesivo de unién de soporte mas permanente se puede activar
para unir las superficies entre si. El otro aspecto esencial es que los dos adhesivos se seleccionan o se disponen de
otro modo de modo que la adhesién entre los elementos conductores y la primera capa de soporte por el adhesivo de
union de soporte sea mas fuerte que la adhesién entre los elementos conductores y la capa de sustrato sacrificial por
el adhesivo de unién liberable.

La primera capa 122 de soporte incluye preferiblemente una banda de fibras sobre la que se va a fijar al menos un
elemento conductor. La banda de fibras puede ser una banda tejida formada por una red de fibras entrelazadas o una
banda no tejida formada por fibras unidas entre si mediante un tratamiento quimico, mecanico, térmico o con
disolventes. Dichas fibras pueden incluir fibras naturales o sintéticas, por ejemplo, fibras de origen animal (por ejemplo,
cabello, pelaje, piel, seda, etc.), fibras de origen vegetal (por ejemplo, arboles para pulpa, algodén, paja, bambd, etc.),
fibras de origen mineral (por ejemplo, basalto, vidrio, metal) o fibras sintéticas (por ejemplo, poliéster, aramida, acrilico,
nailon, carbono, etc.). Como se ha comentado anteriormente, la formacién de elementos conductores sobre dichas
bandas de fibras tejidas o no tejidas se ha considerado hasta ahora muy problematica, porque no existia un método
adecuado para transferir y fijar un elemento conductor recortado por separado sobre la banda de fibras sin una base
de refuerzo rigida, lo que altera las propiedades elasticas de la banda de fibras. Naturalmente, el método también es
aplicable a otros tipos de bandas.

El término adhesivo de unién de soporte se refiere en este contexto a cualquier adhesivo que no se endurece durante
el uso y forma una fuerte adhesién entre la primera capa 122 de soporte y las superficies superiores de los elementos
conductores. Esencialmente, la adhesion por el adhesivo de unién de soporte es mas fuerte que la adhesion entre las
superficies inferiores de los elementos conductores y la capa 104 de sustrato sacrificial formada con el adhesivo de
union liberable. Ejemplos de adhesivos de unién de soporte incluyen siliconas, acrilatos, epdxidos, uretanos,
poli(vinilos), por mencionar algunos. En consecuencia, cuando las superficies superiores de los elementos conductores
se ponen en contacto con la capa del adhesivo de unién de soporte sobre la primera capa de soporte, la adhesién del
adhesivo de unién de soporte puede activarse de modo que los elementos conductores se unan firmemente a la
superficie de la primera capa 122 de soporte.

Ahora que las superficies superiores de los elementos conductores se han transferido y pegado firmemente sobre la
primera capa de soporte sin interferir mecanicamente con los elementos de refuerzo, la capa de sustrato sacrificial se
puede retirar del uno o méas elementos conductores. Debido a la mayor unién adhesiva entre la primera capa 122 de
soporte y las superficies superiores de los elementos conductores que entre las superficies inferiores de los elementos
conductores y la capa 104 de sustrato sacrificial, esto se puede implementar simplemente tirando de la capa 104 de
sustrato sacrificial alejandola del uno o mas elementos conductores con un carrete 124 que esta desplazado con
respecto a la direccién de la banda procesada rollo a rollo. Esto crea una fuerza que excede la adhesion del adhesivo
de union liberable pero no la adhesion del adhesivo de union de soporte. La adhesién mas fuerte del adhesivo de
unioén de soporte mantiene los elementos conductores fijados sobre la primera capa 122 de soporte mientras que el
adhesivo de unién liberable permite que la capa de sustrato sacrificial se libere de las superficies inferiores de los
elementos conductores.

Después de esta etapa, la banda procesada rollo a rollo incluye Unicamente los elementos conductores facilmente
transferibles y ahora firmemente unidos a la primera capa 122 de soporte sin laminas intermedias de refuerzo, como
capas de papel de refuerzo, que afectarian negativamente a las propiedades elasticas o la integridad estructural de la
primera capa de soporte o0 aumentarian el grosor del laminado resultante. La combinacién resultante ya podria usarse
como un producto que contiene un soporte receptor y uno o mas elementos conductores. Sin embargo, la Figura 1
ilustra etapas opcionales adicionales que pueden usarse para proporcionar un laminado en el que el elemento
conductor se fija entre dos capas de soporte, todavia sin elementos intermedios de refuerzo y de aumento de altura.

Como se muestra en la Figura 1, el proceso de rollo a rollo puede incluir una etapa adicional en la que las superficies
inferiores del uno o mas elementos conductores se unen a una tercera capa de sustrato con un tercer adhesivo. Las
superficies inferiores del uno o mas elementos conductores son superficies de la capa conductora expuestas al retirar
la primera capa de sustrato de las mismas.

En el ejemplo de la Figura 1, dicha tercera capa de sustrato es una segunda capa 126 de soporte y el tercer adhesivo
es el adhesivo de unién de soporte. Como se muestra en la Figura 1, la segunda capa de soporte se puede desenrollar
de un carrete 128 y se puede aplicar una capa del adhesivo de unién de soporte sobre una superficie de la segunda
capa de soporte. Esto se ilustra mostrando una estacién 130 de pulverizacién en la que el adhesivo de unién liberable
se extiende sobre la segunda capa de soporte después de que se desenrolle del carrete 128. Sin embargo, como se
menciond anteriormente, en este ejemplo, el mecanismo para proporcionar el adhesivo de unién de soporte no es
relevante, como tal. Métodos de deposicion alternativos incluyen flexografia, huecograbado, impresiéon offset o
serigrafia, recubrimiento con troquel de ranura o huecograbado inverso, por ejemplo. El aspecto esencial es que el
adhesivo de union de soporte se proporciona entre una superficie de la segunda capa 128 de soporte y las superficies
inferiores de los elementos conductores de modo que cuando estas superficies se ponen en contacto entre los carretes
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134, el adhesivo de unién de soporte se puede activar para unir las superficies entre si. El laminado resultante puede
luego enrollarse como un producto laminado doble final en un carrete 136 de transferencia.

La Figura 3 ilustra una realizaciéon que muestra una forma alternativa de unir las superficies superiores del uno o mas
elementos conductores a una primera capa de soporte con un adhesivo de unién de soporte. Los elementos y etapas
que se mostraron y explicaron en la Figura 1 se indican en la Figura 3 con los mismos nimeros de referencia y no se
describen nuevamente con este dibujo, se pueden consultar mas detalles sobre estos elementos en la descripcién de
la Figura 1. En la realizacién de la Figura 3, se forma una capa del adhesivo de unién de soporte sobre la banda en
capas antes de la etapa de formacién de patrones. Ademas, las superficies superiores del uno o mas elementos
conductores se unen a la primera capa de soporte activando la adhesién del adhesivo de union de soporte después
de la etapa de formacién de patrones, donde los limites de los elementos conductores se forman en patrones para dar
la banda en capas, pero antes de la etapa de eliminacién, donde las partes de la capa conductora fuera de los limites
del uno o mas elementos conductores se eliminan de la capa de sustrato sacrificial.

Un método ventajoso para implementar esto es utilizar un adhesivo sensible a la presién (PSA) como adhesivo de
unién de soporte. Ejemplos de adhesivos PSA incluyen cintas PSA a base de acrilico y silicona. Muchos de los
productos PSA pueden procesarse rollo a rollo, y también son muy aplicables en procesos de troquelado y corte
superficial porque normalmente aparecen en forma sélida pero elastica que es facil de cortar y no salpica ni se pega
en las herramientas de corte. Se ha detectado que especificamente los productos PSA a base de acrilico son del tipo
que proporciona una fuerza adhesiva apropiada para el propésito. En la practica, esto significa que la adhesion por
PSA a base de acrilico es mucho mas fuerte que la fuerza adhesiva del adhesivo de unién liberable que mantiene los
elementos conductores fijados a la primera capa de soporte incluso cuando la capa de sustrato sacrificial se libera
tirando de la misma.

En la practica, para procesar una cinta de PSA de rollo a rollo, es necesario cubrirla con un revestimiento liberable,
como una pelicula de polimero cubierta de silicona. La Figura 3 muestra una implementacién en la que el proceso de
rollo a rollo descrito en la Figura 1 incluye un carrete 140 de PSA adicional desde el que se enrolla una cinta 142 de
PSA, que incluye una capa de material de PSA cubierta con un revestimiento liberable, sobre la lamina en capas que
se desenrolla de los rodillos 108 de contacto. La cinta de PSA esta orientada de modo que la capa de material de PSA
entra en contacto con la capa conductora de la banda en capas y el revestimiento liberable esté en la parte superior.
La banda en capas y la cinta de PSA se presionan juntas con rodillos 144 de contacto, lo que activa el material de
PSA y forma la fuerte adhesién a la capa conductora en la banda en capas. El soporte liberable puede entonces
retirarse como una lamina continua con un carrete 146, como se muestra en la Figura 3. El material PSA ahora forma
el adhesivo de unién de soporte, cubre la capa conductora y se modela con la misma en la herramienta 112 de corte.
Partes de la capa de material PSA también se eliminan del proceso con las partes extraibles de la capa conductora
cuando la banda rebajada se libera de la capa de sustrato sacrificial por medio del carrete 116.

Por consiguiente, después de las etapas de corte y retirada de banda rebajada, la banda procesada rollo a rollo incluye
la capa de sustrato sacrificial y los elementos conductores. Las superficies inferiores de los elementos conductores se
unen a la capa de sustrato sacrificial con el adhesivo de unién liberable, y las superficies superiores de los elementos
conductores se cubren con una capa de material PSA. Cuando la banda procesada rollo a rollo se pone ahora en
contacto con la primera capa 122 de soporte que se desenrolla del carrete 120 y se presiona sobre ella con rodillos
148 de contacto, las superficies superiores de los elementos conductores se fijan firmemente a la primera capa 122
de soporte, y la capa 104 de sustrato sacrificial se puede retirar enrollandola sobre el carrete 124, como se describe
en la Figura 1. La adhesion por el adhesivo de unién liberable es mucho mas débil que la adhesion por el material PSA
del adhesivo de unién de soporte, de modo que los elementos conductores permanecen fijados a la primera capa de
soporte mientras que la capa 104 de sustrato sacrificial se libera de la banda procesada rollo a rollo. El proceso puede
incluir opcionalmente un par adicional de rodillos 134 de contacto para finalizar la laminacién deseada y el producto final
que incluye la banda flexible de la primera lamina de soporte con elementos conductores flexibles sin capas de refuerzo
de rigidizacién y/o de aumento de altura se puede enrollar entonces sobre un carrete 136 de transferencia.

La Figura 4 ilustra de forma simplificada las etapas del proceso de rollo a rollo descrito en detalle en la Figura 1. Se
pueden consultar mas detalles sobre los términos y elementos analizados en el presente documento en la descripcion
de la Figura 1. En la etapa 400, la banda en capas se forma uniendo la capa 402 conductora y la capa 404 de sustrato
sacrificial entre si con el adhesivo de unién liberable. La etapa 410 ilustra la etapa de formacién de patrones en la que
una herramienta 412 de corte forma patrones de los limites de los elementos conductores en |la banda 414 en capas
cortando a través de la capa conductora pero no a través de la capa de sustrato sacrificial. La etapa 420 ilustra la
eliminacion de la banda 422 rebajada, formada por las partes de la capa conductora fuera de los limites del uno o mas
elementos conductores de la capa de sustrato sacrificial. La etapa 430 ilustra la unién de las superficies 432 superiores
expuestas de los elementos conductores a la primera capa 434 de soporte, que esta cubierta con el adhesivo de unién
de soporte. La etapa 440 ilustra la eliminacion de la capa 442 de sustrato sacrificial del uno o mas elementos
conductores mientras que las superficies superiores del uno o mas elementos conductores ya estan unidas a la primera
capa 444 de soporte. La etapa 450 ilustra la funcién opcional para crear un laminado de doble cara uniendo las
superficies 452 inferiores expuestas de los elementos conductores a la segunda capa 454 de soporte, que esta cubierta
con el adhesivo de unién de soporte. La etapa 460 ilustra el laminado del producto de doble capa resultante que
incluye uno o mas elementos conductores flexibles laminados dentro de dos bandas fibrosas flexibles.
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La Figura 5 ilustra una realizacién que muestra una forma alternativa adicional de unir las superficies superiores del
uno o mas elementos conductores a una primera capa de soporte con un adhesivo de unién de soporte de modo que
el material PSA procesable de rollo a rollo se pueda utilizar como un adhesivo de unién de soporte en ambas capas
adhesivas de un producto de doble laminado. Los elementos y etapas que se mostraron y explicaron en las Figuras 1
y 3 se indican en la Figura 5 con los mismos numeros de referencia y no se describen nuevamente con este dibujo,
se pueden consultar mas detalles sobre estos elementos a partir de la descripcién de las Figuras 1 y 3. En la realizacién
de la Figura 5, una capa del adhesivo de unién de soporte es una cinta PSA que se enrolla desde un carrete sobre los
elementos conductores después de la etapa de formacion de patrones. Las superficies superiores del uno o mas
elementos conductores se unen a la primera capa de soporte antes de la etapa de eliminacién, en donde las partes
de la capa conductora que se encuentran fuera de los limites del uno o mas elementos conductores se eliminan de la
capa de sustrato sacrificial.

La Figura 5 muestra una implementacién en la que el proceso de rollo a rollo descrito en las Figuras 1 y 3 incluye un
carrete 160 de PSA adicional desde el que se enrolla una cinta 162 de PSA, que incluye una capa de material de PSA
cubierta con un revestimiento liberable, sobre la primera capa 122 de soporte que sale del carrete 120. La primera
capa 122 de soporte y la cinta de PSA se presionan juntas con rodillos 164 de contacto, lo que activa el material de
PSA y forma la fuerte adhesién a la primera capa 122 de soporte. El revestimiento liberable se puede retirar entonces
como una lamina continua con un carrete 166, como se muestra en la Figura 5. La capa de material de PSA ahora
forma el adhesivo de unién de soporte y queda expuesta de modo que cuando se enrolla con la banda que avanza de
rollo a rollo mediante los rodillos 148 de contacto, el material de PSA se activa y forma la fuerte adhesién entre la
primera capa 122 de soporte y las superficies superiores de los elementos conductores.

La banda procesada rollo a rollo incluye ahora la capa de sustrato sacrificial, los elementos conductores y la primera
capa 122 de soporte. Las superficies inferiores de los elementos conductores estan unidas a la capa de sustrato
sacrificial con el adhesivo de unién liberable, y las superficies superiores de los elementos conductores estan fijadas
a la primera capa 122 de soporte. La capa 104 de sustrato sacrificial se puede retirar entonces enrollandola sobre el
carrete 124, como se describe en la Figura 1. La adhesién por el adhesivo de unién liberable es mucho mas débil que
la adhesién por el material PSA del adhesivo de unién de soporte, de modo que los elementos conductores
permanecen fijados a la primera capa de soporte mientras que la capa 104 de sustrato sacrificial se libera de la banda
procesada rollo a rollo. El proceso puede incluir opcionalmente un par adicional de rodillos 134 de contacto para
finalizar la laminacion deseada y el producto final que incluye la banda flexible de la primera capa de soporte con
elementos conductores flexibles sin capas de refuerzo de rigidizaciéon y/o aumento de altura puede luego enrollarse
en un carrete 136 de transferencia.

Como se muestra en la Figura 5, el proceso de rollo a rollo en esta realizacion puede incluir una etapa adicional en la
que una segunda capa 126 de soporte se desenrolla de un carrete 128 y una capa de material PSA se enrolla sobre
una superficie de la segunda capa de soporte. Esto se ilustra con un carrete 170 PSA adicional desde el que se enrolla
una cinta 172 PSA, que incluye una capa de material PSA cubierta con un revestimiento liberable sobre la segunda capa
126 de soporte. La segunda capa 126 de soporte y la cinta 172 PSA se presionan juntas con rodillos 174 de contacto,
que activan el material PSA y forman la fuerte adhesion a la segunda capa 126 de soporte. El revestimiento liberable se
puede retirar luego como una lamina continua con un carrete 176, como se muestra en la Figura 5. El laminado resultante
se puede enrollar luego como un producto de laminado doble final en un carrete 136 de transferencia.

La figura 6a ilustra capas de la banda procesada rollo a rollo que se introduce en la etapa de formacion de patrones
(herramienta 112 de corte en la Figura 1, etapa 410 en la Figura 4) en la realizacién descrita con las Figuras 1y 4. La
banda en capas tiene una primera capa 600 que incluye la capa de sustrato sacrificial (indicada como 104 en la Figura
1y 404 en la Figura 4). Una segunda capa 602 incluye el adhesivo de unién liberable. La tercera capa 604 incluye la
capa de material conductor en la capa conductora, y la cuarta capa 606 incluye la pelicula de polimero que cubre la
capa de material conductor en la capa conductora.

La Figura 6bilustra las capas de la banda procesada rollo a rollo que se introduce en la etapa de formacion de patrones
(herramienta 112 de corte en la Figura 3) en la realizacién descrita en la Figura 3. La banda en capas tiene una primera
capa 600, la segunda capa 602, la tercera capa 604 y la cuarta capa 606 descritas en la Figura 6a, pero también una
quinta capa 608 que incluye la capa de material PSA que se utiliza como adhesivo de unién de soporte. El material
PSA proporciona la fuerte adhesion entre la capa 604, 606 conductora y la primera capa de soporte que une los
elementos conductores con patrones a la primera capa de soporte y los mantiene fijados también durante la extraccién
de la primera capa 600 de la banda procesada rollo a rollo.

Un producto de ejemplo resultante de los métodos de procesamiento de rollo a rollo descritos en este texto es un
objeto que incluye una banda de fibras y al menos una capa conductora con patrones unida de manera adherente a
la banda de fibras con un adhesivo. La Figura 7 muestra una vista en despiece de capas de un producto laminado
doble ejemplar resultante del método de procesamiento de rollo a rollo ejemplar descrito con las Figuras 1 y 5. El
producto incluye al menos una primera banda tejida o no tejida de fibras 700 (véase la primera capa de soporte de las
Figuras 1y 5) a la que se fija adhesivamente una capa 704 conductora con patrones con una primera capa de adhesivo
702 de unién de soporte. El producto también puede incluir una segunda banda tejida o no tejida de fibras 708 (véase
la segunda capa de soporte de las Figuras 1 y 5) a la que se fija adhesivamente la capa 704 conductora con una segunda
capa de adhesivo 706 de unién de soporte. Las capas 702, 706 adhesivas pueden estar formadas por una cinta adhesiva
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sensible a la presion, o por algun otro tipo de pegamento que no se endurezca y que se pueda depositar directamente
sobre la banda de fibras para recibir el elemento conductor en un método de procesamiento de rollo a rollo.

La Figura 8 muestra una vista en despiece de capas de un producto ejemplar resultante del método de procesamiento
de rollo a rollo ejemplar descrito en la Figura 3. El producto incluye una primera banda tejida o no tejida de fibras 800
(véase la primera capa de soporte de la Figura 3) a la que se fija adhesivamente una capa 804 conductora con patrones
con una primera capa de adhesivo 802 de unién de soporte. Como se indica en la descripcion de la Figura 3, el
adhesivo 802 de unién de soporte esta formado ventajosamente por una capa de material sensible a la presién, y tiene
una forma con patrones que es igual y esta alineada con la forma con patrones del elemento conductor con patrones.

Las Figuras 9a y 9b ilustran un producto ejemplar resultante del método de procesamiento de rollo a rollo descrito en
este texto. La Figura 9a muestra capas de un laminado de alta presién (HPL) que puede estar hecho de una pluralidad
de capas de papel kraft impregnado con resina, cubierto por una capa protectora. Las capas de HPL se fabrican
tipicamente bajo alta presion y a altas temperaturas. EI HPL tiene muchos usos en proyectos comerciales y
residenciales como encimeras de cocina, encimeras de tocador, mesas, mostradores y mas. Dichos productos podrian
mejorarse en gran medida con un dispositivo electrénico integrado, por ejemplo, un elemento calentador perfectamente
integrado dentro de las capas del laminado. Sin embargo, el dispositivo electrénico integrado debe ser muy delgado
para que no interrumpa la formacién del laminado HPL. Como se analizé anteriormente, el elemento conductor en si
puede hacerse muy delgado, pero los métodos convencionales conocidos de las soluciones de identificacion por
radiofrecuencia donde la antena delgada se transfiere en un soporte sobre una hoja de papel de refuerzo no son
adecuados para este proposito. El proceso rollo a rollo descrito en este texto permite la disposicién mostrada en las
Figuras 9a y 9b, en la que un elemento calentador se fija directamente sobre una hoja de soporte de papel kraft con
un adhesivo, sin laminas intermedias de refuerzo que permanezcan en el producto laminado resultante.

La Figura 9a muestra un componente 900 eléctrico, por ejemplo, un elemento calentador, que ahora esta pegado
directamente sobre una capa 902 de soporte con un adhesivo. La capa 902 de soporte es una red de fibras, en este
ejemplo especifico de HPL, una hoja de papel kraft que puede tener la misma composicién que las otras capas 904,
906 utilizadas para formar capas del laminado. En la produccion, la pluralidad de capas 902, 904, 906, que ahora
incluyen la capa 902 que porta el componente 900 electronico, se impregnan con resina y se exponen a una presion
predefinida a una temperatura predefinida (normalmente del orden de 1000 kg por metro cuadrado de presién, a
temperaturas de 140 °C o mas) para formar una estructura laminada integrada que se ilustra en la Figura 9b. Dado
que el componente eléctrico se aplica directamente sobre la capa de soporte, el grosor afiadido a la formacion del
laminado es minimo. Esto significa que se puede proporcionar una mejora funcional a la estructura laminada sin
comprometer esencialmente su aspecto y forma originales.

Las Figuras 9a y 9b pueden considerarse también como una descripcién de un compuesto reforzado con fibra, en las
que un elemento 900 conductor con patrones para una funcionalidad electronica se coloca entre las capas 902, 904
de fibra de refuerzo. Se ve faciimente que una capa de soporte 0 una capa de refuerzo adicional para la funcionalidad
electrénica crearia un limite de material adicional dentro del cuerpo formado por las capas 902, 904, 906, ... laminadas.
En ausencia de dicha base, el polimero compuesto puede penetrar también a través de partes del patron y se minimiza
la reduccion de uniones fisicas y/o quimicas. De este modo, se puede mantener la integridad estructural del cuerpo,
lo que es muy importante.

Una lista no restrictiva de ejemplos de las bandas deformables elasticamente tejidas o no tejidas incluye textiles,
laminas de fibra de vidrio, laminas de fibra de carbono, hojas de papel, bandas de polimeros y bandas de mezclas de
estos, tales como aramidas, poliolefinas (especialmente etileno y propileno), polimeros de cristal liquido, nailon, licra,
algodon, celulosa. Una lista no restrictiva de ejemplos de elementos conductores incluye elementos de calentamiento,
antenas, pistas conductoras, electrodos, colectores de corriente, capas a nivel del suelo. Estos se pueden combinar
para formar, por ejemplo, textiles que incluyen un elemento de calentamiento, elementos de suelo laminado con
calentadores integrados, compuestos reforzados con fibra con calentadores integrados, antenas, pistas conductoras
y estructuras colectoras de corriente, por mencionar algunos.

Como se indica en la descripcién de la Figura 1, la adhesién debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar la
capa conductora muy delgada durante la operacién de corte para garantizar la precision de los limites del patrén
resultante. Por otra parte, el adhesivo de union liberable debe ser lo suficientemente débil como para permitir la
liberacion de la banda rebajada de la parte extraible de la capa conductora y la capa de sustrato sacrificial. Estos dos
requisitos son controvertidos y, para algunas configuraciones estructurales y parametros del proceso de rollo a rollo,
puede resultar dificil cumplir ambos requisitos con un tipo de adhesivo de unién liberable. En otra realizacién ejemplar, el
proceso de rollo a rollo esta configurado para incluir una etapa en la que la fuerza adhesiva inicial del adhesivo de unién
liberable se reduce antes de cualquiera de las etapas de eliminacién. En consecuencia, la fuerza adhesiva puede
reducirse ya antes de que las partes de la capa conductora fuera de los limites de los elementos conductores se eliminen
de la capa de sustrato sacrificial, o0 antes de que los elementos conductores se eliminen de la capa de sustrato sacrificial.

La Figura 10 ilustra un ejemplo de realizaciéon de la ultima opcion. Los elementos y etapas que se mostraron y
explicaron en la Figura 5 se indican en la Figura 10 con los mismos niimeros de referencia y no se describen nuevamente
en este dibujo. Se pueden consultar mas detalles sobre estos elementos en la descripcion de cualquiera de las figuras
anteriores. En la realizacion de la Figura 10, la capa del adhesivo de unién de soporte es una cinta 162 PSA que se
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enrolla desde el carrete 120 sobre la primera capa 122 de soporte y une las superficies superiores del uno o mas
elementos conductores a la primera capa de soporte antes de la etapa de eliminacién de la capa de sustrato sacrificial.

La Figura 10 muestra una implementacién en la que el método de procesamiento de rollo a rollo incluye un componente
180 para una etapa de liberacion previa en la que se reduce la fuerza adhesiva inicial del adhesivo de unién liberable.
En la Figura 10, el componente 180 se muestra en una posicion después de la herramienta 112 de corte y después
de que se haya retirado la banda 114 rebajada. Sin embargo, el componente 180 puede estar dispuesto
alternativamente en una posicién en donde actliia sobre la banda procesada rollo a rollo después de la herramienta
112 de corte pero antes de que se retire la banda 114 rebajada. Dicho componente puede ser, por ejemplo, una fuente
de luz ultravioleta, pero se puede aplicar algin otro proceso quimico o fisico (por ejemplo, calentamiento, uso de un
disolvente) capaz de reducir la fuerza adhesiva de un adhesivo dentro del alcance. Existe un grupo de materiales
adhesivos que se comportan de manera diferente a los materiales PSA pero cuya adhesién se puede desactivar o al
menos reducir exponiendo el adhesivo a la luz ultravioleta. Por ejemplo, un material adhesivo disponible
comercialmente se comporta como un PSA normal con una fuerza adhesiva entre 18 y 32 N/25 mm?. Esto favorece la
etapa de corte superficial descrita con fuerzas mecanicas bastante elevadas. Antes de cualquiera de las etapas de
extraccion, la banda que avanza de rollo a rollo se puede exponer a la luz ultravioleta y esta exposicién puede reducir
la fuerza adhesiva incluso hasta <0,1 N/25 mm?2. La adhesi6n inicial mas fuerte proporciona el soporte de la capa de
soporte sacrificial a la pelicula con patrones en |la etapa de formacién de patrones y, por lo tanto, mejora el resultado
de la formacion de patrones. Por otro lado, la adhesién reducida en el momento de la eliminaciéon de las partes
adicionales de la capa conductora o la capa de sustrato sacrificial garantiza que la eliminacién cause efectos adversos
minimos a la banda que permanece en el proceso de avance de rollo a rollo.

En los ejemplos anteriores, la banda que se va a enrollar sobre un carrete 136 de transferencia incluye una capa de
soporte (por ejemplo, material textil, capa laminada, etc.) a la que el elemento conductor esta disefiado para
permanecer unido adhesivamente. La Figura 11 ilustra una implementacién adicional en la que el método divulgado
en el presente documento se utiliza para crear una banda en capas que permite la transferencia de elementos
conductores grandes y fragiles sobre una superficie seleccionada por el usuario en el sitio sin crear perfiles
considerables o capas de sustratos superiores o inferiores intermedias sobre la superficie. Ejemplos concretos de tales
casos de uso incluyen el reacondicionamiento de componentes eléctricos grandes pero delgados en palas de molino
de viento formadas en 3D o en superficies planas como paredes interiores o pisos de edificios. Los elementos y etapas
que se mostraron y explicaron en la Figura 3 se indican en la Figura 11 con los mismos numeros de referencia y no
se describen nuevamente con este dibujo; se pueden consultar mas detalles sobre estos elementos a partir de la
descripcion de, por ejemplo, las Figuras 1y 3.

Como en los ejemplos anteriores, los limites de uno o méas elementos conductores se forman en patrones para dar
una red en capas que incluye una capa 100 conductora unida a una primera capa 104 de sustrato con un primer
adhesivo. En el ejemplo de la Figura 11, la primera capa 104 de sustrato es una pelicula protectora que puede
permanecer adherida al uno o mas elementos conductores hasta que se transfieren a una superficie objetivo.
Ventajosamente, la primera capa de sustrato es una pelicula de polimero transparente de modo que el uno o mas
elementos conductores se pueden colocar con precision cuando se transfieren a la superficie objetivo. El primer
adhesivo es un adhesivo de unién liberable, que se puede depositar sobre la primera capa de sustrato en el proceso,
como se muestra en la Figura 11, o se puede proporcionar facilmente sobre la pelicula de polimero con una lamina
protectora que se desenrolla antes de que la primera capa 104 de sustrato se introduzca en el proceso. En el ejemplo
de la Figura 11, la capa 100 conductora se desenrolla desde un carrete 102 y la primera capa 104 de sustrato se
desenrolla desde otro carrete 106 y las capas se presionan una sobre otra con rodillos 108 de contacto.
Alternativamente, las capas 100, 104 se pueden laminar entre si de antemano y alimentarse al proceso de rollo a rollo
en una forma facilmente laminada.

Como en la realizacién de la Figura 3, se forma una capa del segundo adhesivo sobre la banda en capas antes de la
etapa de formacion de patrones. Ademas, después de la etapa de formacién de patrones en la que los limites de los
elementos conductores se forman en patrones para dar la banda en capas, pero antes de la etapa de eliminacién en
la que las partes de la capa conductora que se encuentran fuera de los limites del uno o méas elementos conductores
se eliminan de la primera capa de sustrato, las superficies superiores del uno o mas elementos conductores se unen
a la segunda capa de sustrato activando la adhesién del segundo adhesivo.

Un método ventajoso para implementar esto es utilizar una cinta adhesiva sensible a la presién (PSA) transferible de
rollo a rollo como adhesivo de unién de soporte. La constitucién y la forma de una cinta permiten la formacién de
patrones del segundo adhesivo con la formacién de patrones de los elementos conductores. Para procesarse de rollo
a rollo, una cinta PSA puede necesitar estar cubierta con un revestimiento liberable, como una pelicula de polimero
cubierta de silicona. La Figura 11 muestra una implementacion en la que el proceso de rollo a rollo incluye un carrete
140 PSA adicional desde el cual una cinta 142 PSA, que incluye una capa de material PSA cubierta con un
revestimiento liberable, se enrolla sobre la lAmina en capas que sale de los rodillos 108 de contacto. La cinta PSA esta
orientada de modo que la capa de material PSA entra en contacto con la capa conductora de la banda en capas y el
revestimiento liberable esta en la parte superior. La banda en capas y la cinta PSA se presionan juntas con rodillos
144 de contacto, lo que activa el material PSA y forma la fuerte adhesién a la capa conductora en la banda en capas.
El soporte liberable puede entonces retirarse como una lamina continua con un carrete 146, como se muestra en la
Figura 11. El material PSA ahora forma el adhesivo de unién de soporte, cubre la capa conductora y se forma en
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patrones con la misma en la herramienta 112 de corte. Partes de la capa de material PSA también se eliminan del
proceso con las partes extraibles de la capa conductora cuando la banda rebajada se libera de la capa de sustrato
sactificial por medio del carrete 116.

En consecuencia, después de las etapas de corte y retirada de la banda rebajada, la banda procesada rollo a rollo
incluye la primera capa de sustrato y los elementos conductores. Las supertficies inferiores de los elementos
conductores se unen a la primera capa de sustrato con el primer adhesivo, y las superficies superiores de los
elementos conductores se cubren con una pieza de material PSA. Cuando la banda procesada rollo a rollo se pone
ahora en contacto con la segunda capa 122 de sustrato que sale del carrete 120 y se presiona sobre la misma con
rodillos 148 de contacto, las superficies superiores de los elementos conductores se fijan firmemente a la segunda
capa 122 de sustrato. Ventajosamente, la primera capa 104 de sustrato y la segunda capa 122 de sustrato estan
formadas ambas por una pelicula de polimero transparente de modo que el uno o mas elementos conductores se
pueden colocar con precision cuando se transfieren a una superficie objetivo seleccionada. Ahora se entiende que la
herramienta 112 de corte corta los elementos conductores y el segundo adhesivo para dar una misma forma con
patrones. El segundo adhesivo que une las superficies superiores de los elementos conductores en este ejemplo es,
por tanto, una pieza de adhesivo sensible a la presion con una forma con patrones que es igual y esta alineada con la
forma del elemento conductor con patrones. Las partes de la segunda capa de sustrato entre los elementos
conductores no estan cubiertas por el segundo adhesivo de unién liberable. Esto significa que la banda en capas
resultante no incluye partes en las que dos capas adhesivas se pegarian entre si.

El proceso puede incluir opcionalmente un par adicional de rodillos 134 de contacto para finalizar la laminacion
deseada y el producto final que incluye elementos conductores fragiles fijados entre las dos capas de sustrato protector
puede luego enrollarse en un carrete 136 de transferencia.

La Figura 12 muestra una vista en despiece de capas de un producto laminado doble ejemplar resultante del método
de procesamiento rollo a rollo ejemplar descrito en la Figura 11. La banda en capas incluye una primera capa 1200 de
sustrato cubierta con una capa fina de primer adhesivo 1202. La combinacién de la primera capa de sustrato y el
primer adhesivo puede proporcionarse, por ejemplo, mediante una pelicula de polimero transparente cubierta de
silicona. La banda en capas también incluye un elemento 1204 conductor y una pieza de segundo adhesivo 1206 con
una forma con patrones que es igual y esta alineada con la forma con patrones del elemento conductor con patrones
1204. La capa mas superior es la segunda capa 1208 de sustrato.

Cuando el elemento conductor se transfiere sobre una superficie seleccionada, ventajosamente se retira primero la
segunda capa 1208 de sustrato. Esto significa que el primer adhesivo 1202 y el segundo adhesivo 1206 se seleccionan
de modo que la adhesién proporcionada por el patron del segundo adhesivo 1206 entre las superficies superiores del
uno o mas elementos 1204 conductores y el segundo sustrato 1208 es mas débil que la adhesién proporcionada por
el primer adhesivo 1202 entre las superficies inferiores de los elementos 1204 conductores y la primera capa 1200 de
sustrato. Dado que los adhesivos primero y segundo no estan en contacto y el segundo adhesivo 1206 cubre
unicamente el elemento 1204 conductor, la segunda capa de sustrato se retira faciimente de la banda en capas, y la
primera capa 1200 de sustrato soporta ademas el elemento conductor fragil durante la retirada. El segundo adhesivo
1206 permanece unido al elemento 1204 conductor y, por lo tanto, el elemento conductor se puede presionar sobre una
superficie objetivo de modo que se forme una unién adhesiva. De nuevo, como el elemento 1204 conductor esta unido a
la superficie objetivo, permanece totalmente soportado por la primera capa 1200 de sustrato, de modo que incluso
elementos conductores muy grandes que incluyen partes muy delgadas vy, por lo tanto, partes que se arrugan facilmente,
se pueden transferir de forma segura sobre cualquier superficie. Cuando el contacto adhesivo del segundo adhesivo se
ha activado de nuevo presionando y alisando el elemento conductor contra la superficie objetivo, se puede retirar la
primera capa 1200 de sustrato de modo que solo el elemento conductor permanezca unido a la superficie objetivo.

Los ejemplos que se describen en el presente documento son ilustraciones esquematicas y no limitativas de elementos
y términos necesarios para divulgar la invencion. Para un experto en la materia resulta evidente que las etapas de
deposicién descritas tienen diversas opciones de implementacion posibles que quedan cubiertas siempre que se
encuentren dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Un método de procesamiento de rollo a rollo, que comprende:

unir (400) una capa (100) conductora y una primera capa (104, 1200) de sustrato formada de una pelicula de
polimero transparente entre si con un primer adhesivo (1202);

fijar una capa de segundo adhesivo (1206) sobre la capa (100) conductora;

formar con patrones (410) los limites de uno o mas elementos (900, 1204} conductores, cortando dicha formacién
con patrones los limites a través de la capa de segundo adhesivo (1206) y la capa (100) conductora pero no a
través de la primera capa (104, 1200) de sustrato;

retirar (420) partes de la capa (100) conductora y partes de la capa de segundo adhesivo (1206) fuera de los limites
del uno o mas elementos (900, 1204) conductores de la primera capa (104, 1200) de sustrato;

unir (430) las superficies superiores del uno o mas elementos (900, 1204) conductores a una segunda capa (122,
1208) de sustrato formada por una pelicula de polimero transparente con la capa de segundo adhesivo (1206)
formada con patrones para dar una misma forma con patrones que una forma con patrones del uno o mas
elementos (900, 1204) conductores;

enrollar (460) una banda (414) en capas en un carrete, incluyendo la banda en capas el uno o mas elementos
(900, 1204) conductores fijados a la primera capa (104, 1200) de sustrato con el primer adhesivo (1202), y a la
segunda capa (122, 1208) de sustrato con la capa de segundo adhesivo (1206), que se forma en patrones para
dar la misma forma con patrones que la forma con patrones del uno o mas elementos (900, 1204) conductores.

2. Un método segun la reivindicacion 1, caracterizado porque dicha formacién con patrones incluye un corte superficial
0 un corte por laser a través de la capa (100) conductora y la capa de segundo adhesivo (1206).

3. Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa (100) conductora
incluye una capa de metal conductor y una capa de polimero.

4. Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 3, caracterizado por retirar (440) las partes de la
capa (100) conductora y las partes del segundo adhesivo (1206) tirando de dichas partes lejos de la primera capa
(104, 1200) de sustrato con una fuerza que excede la adhesion del primer adhesivo (1202).

5. Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por formar con patrones (410) los
limites del uno o mas elementos (900, 1204) conductores a través de la capa (100) conductora y a través de la capa
de segundo adhesivo (1206) de manera que partes de la capa (100) conductora y de la capa de segundo adhesivo
(1206) se retiran de la primera capa (104, 1200) de sustrato en forma de una banda (114, 422) rebajada;

enrollar la banda (114, 422) rebajada sobre un carrete (116) de un primer elemento de rollo a rollo para proporcionar
la fuerza que tira de las partes de la capa (100) conductora y la capa de segundo adhesivo (1206) alejandolas de la
primera capa (104, 1200) de sustrato.

6. Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por disponer el primer adhesivo (1202)
y el segundo adhesivo (1206) de modo que la adhesién proporcionada por el segundo adhesivo (1206) entre las
superficies superiores del uno o mas elementos (900, 1204) conductores y la segunda capa (122, 1208) de sustrato
es mas débil que la adhesién proporcionada por el primer adhesivo (1202) entre las superficies inferiores del uno o
mas elementos conductores y la primera capa (104, 1200) de sustrato.

7. Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por formar la capa de segundo
adhesivo (1206) a partir de un adhesivo sensible a la presién.
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